附件：
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]企业技术需求与合作意向信息表
	企业名称
	

	所属细分领域
	□材料 □器件/芯片 □封装/模块 □设备 □应用/终端 □其他

	联系人
	姓名：            职务：                 联系方式：

	需求标题
	（例如：寻求1200V SiC MOSFET芯片的联合开发伙伴）

	需求类型
	□技术攻关 □联合研发 □成果转化 □产品配套 □人才引进 □市场推广 □其他

	需求简述
	1. 目前遇到的具体技术问题或业务瓶颈
2. 希望达成的技术指标、性能参数或合作内容
3. 期望的合作模式：（如：联合开发、技术转让、供应商寻源、委托研发等）





	期望对接的机构类型
	□高校 □科研院所 □上下游企业 □投资机构 □其他

	大会参展意向
	□是  □否



备注：
1.  此表可复制或扩展填写，如一项不够，可另附页。
2.  请于2025年11月28日前将表格发送至casa@casa-china.cn。
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